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证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2024-072 

大连百傲化学股份有限公司 

关于与苏州芯慧联半导体科技有限公司签署 

《半导体设备业务合作结算协议》的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

重要内容提示 

 大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日与

苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称“芯慧联”）签署了《半导体设备业

务合作协议》，双方约定在半导体设备业务方面开展合作。截至本公告日，公司

控制芯慧联 54.6342%股权的表决权，已将芯慧联纳入合并报表范围，公司已无

需再通过业务合作方式与芯慧联开展半导体设备相关业务，故公司与芯慧联签署

了《半导体设备业务合作结算协议》，就半导体设备业务合作事项进行提前结算。

截至本公告日，公司已收到芯慧联支付的业务合作结算款合计人民币

156,025,097.18 元。 

 本次交易不构成关联交易。 

 本次交易不构成重大资产重组。 

 本次交易已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大

会批准。 

 本业务合作结算协议已对收益分配结算方案、结算款金额计算、违约责

任等内容做出了明确约定。本交易产生的应分配收益对公司财务报表的影响以公

司聘请的审计机构的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 

一、本次交易情况概述 

（一）本次交易的背景 

2024 年 1 月 31 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
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于拟签署半导体设备业务合作协议的议案》，2024 年 2 月 7 日，公司与芯慧联

签署了《半导体设备业务合作协议》，公司委托芯慧联以自有资金购买半导体设

备，合作款合计不超过人民币 14,000.00 万元，本次合作产生的利润按协议约定

的方式进行分成。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于与苏州芯慧联半导

体科技有限公司拟签订<半导体设备业务合作协议>的公告》（公告编号：

2024-006）。 

2024 年 9 月 30 日和 2024 年 11 月 14 日，公司分别召开第五届董事会第五

次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟对外投资暨

增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的议案》，公司全资子公司上海芯傲

华科技有限公司（以下简称“芯傲华”）拟通过增资并接受表决权委托方式合计控

制芯慧联 54.6342%股权的表决权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于

子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科技有限公司的公告》（公告

编号：2024-051）。 

2024 年 12 月 18 日，公司获悉芯慧联已办理完成相关工商变更登记手续，

并取得由常熟市数据局换发的营业执照。本次变更完成后，芯慧联的注册资本由

7,000 万元增加至 13,125 万元，芯傲华认购注册资本 6,125 万元，占比 46.6667%，

并通过接受表决权委托方式控制芯慧联 7.9675%股权的表决权，合计控制芯慧联

54.6342%股权的表决权，成为其控股股东，芯慧联纳入公司合并报表范围。 

（二）本次交易履行的审议程序和主要内容 

2024 年 12 月 23 日，公司召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意、0

票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟签署半导体设备业务合作结算协议的议

案》，因芯慧联已纳入公司合并报表范围，公司已无需再通过业务合作方式与芯

慧联开展半导体设备相关业务，故公司拟与芯慧联签署《半导体设备业务合作结

算协议》，经双方协商一致，就半导体设备业务合作事项进行提前结算。根据签

署的《半导体设备业务合作结算协议》结算方案，公司应从芯慧联收取的业务合

作结算款金额为 156,025,097.18 元。 

根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需经过股东大会审议。 
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（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成

关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 

二、对公司的影响 

经公司初步测算，本次交易完成后公司将获得一定金额的应分配收益，预计

将对履约当年度公司的净利润产生一定正面影响。公司将按照企业会计准则的相

关要求进行会计处理，对公司财务报表的影响以公司聘请的审计机构的审计结果

为准。敬请广大投资者注意投资风险。 

三、其他说明事项 

截至本公告日，公司已与芯慧联签署《半导体设备业务合作结算协议》，并

已收到芯慧联支付的业务合作结算款合计人民币 156,025,097.18 元。公司与芯慧

联签署的《半导体设备业务合作协议》结算完毕，双方关于半导体设备业务合作

关系终止。 

特此公告。 

大连百傲化学股份有限公司董事会 

2024 年 12 月 25 日 


